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光学フィルム用

加工品質と処理能力とを高い次元で両立

レーザ切断システム
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E.M.S
Electric Machinery System

Engineering Movement System

Economy Moment System



量産工程において必要とされる処理能力と

ディスプレイ用光学フィルムに求められる加工品質と

を

両立した新機種が登場
現在、積層フィルムの切断において、クラックを発生しないレーザ加工が

注目されています。

しかし従来のレーザによる切断加工においては加工品質と処理能力とがトレー

ドオフとなり問題視されておりました。

そこで独自の制御技術を用いた高速スキャンニングシステムにより大幅な処理

能力の向上を果たすとともに、新開発の光学システムにより熱影響を低減したこ

れまでに無い高い加工品質を実現いたしました。
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フィルム構成 ITO:24nm／Under coat／PET:175μm／Hard coat

新開発のレーザ切断機械的な切断

クラックの発生を抑えた透明導電フィルムの切断表面

熱影響を抑えたアクリルフィルムの切断面
フィルム構成 アクリルフィルム：0.5mm

レーザ光
（イメージ）

従来のレーザ加工

従来のレーザ加工では、基材の溶融により切断面にテーパが生じたり、表面が盛上るな

どの熱影響が発生する傾向にありました。

新開発の光学システムでは、高い集光性のレーザスポットにより加工点での熱負荷を低

減し、大幅に熱影響を抑制いたします。

高硬度フィルムや積層フィルムの切断加工において、刃物を用いた機械的な加工では外

部応力により基材の表面や断面にクラックが発生し歩留に影響することがあります。

一方、レーザを用いた非接触加工では、外部応力が生じないためクラックのない切断を

行うことが可能です。

High Processing Quality
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E.M.S
Electric Machinery System

Engineering Movement System

Economy Moment System
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レーザ光
（イメージ）

新開発のレーザ切断



High Processing Capacity

TAKEI ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD

TLSM-301

スマートフォンのセル切断 加工時間 0.8秒
（ 5inchサイズの外形切断 ＋ 穴あけ ）

基材を走査するリニア駆動ステージとレーザ光を走査するデジタルガルバノスキャナを

独自の制御技術により高速・高精度にコントロールすることで、様々な形状を自由にそし

て早く加工することができます。

また加工条件の設定次第で、貼り合わされたフィルムを選択的に加工しハーフカットす

ることも可能です。

PETフィルムの吸収特性 素材厚みと加工速度

樹脂フィルムの多くは10μm近辺の中赤外波長域の光を吸収します。

そこで御客様の加工対象にあわせて9.4μmと10.6μmの２波長のうち、高い吸収を示す

レーザ発振器を選定して搭載します。

加工形状はDXF形式のCADデータで取り込むこともでき、それぞれの材料の特性に合わせ

た加工条件をPC上で容易に設定することが可能です。
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ITOフィルム 厚み0.25mｍ(ITO／IM／PET／HC）

R部拡大

ハーフカット

光
吸
収
率
（%）

加
工
速
度

（m/s）

波長（μm） 基材厚み（μm）



本社・本社工場　　 佐賀県三養基郡みやき町江口２６１７ 久留米工場　　 福岡県久留米市津福本町２３４８

TEL （代） ０９４２ - ８９ - ４１５１ TEL （代） ０９４２ - ３７ - ８７００

FAX（代） ０９４２ - ８９ - ４１５９ FAX（代） ０９４２ - ３６ - ２２５６

PC　HDD容量 320G

外部接続 USB

入力内容
設定値 レーザ出力、加工速度、繰り返し周波数

ファイル形式 CAD（DXF)

最大 1000mm/sec

位置補正 画像認識によるアライメント

装置外形寸法 W 2100㎜×D 2100㎜×H 2300㎜（FFU除く）

インポートデータ

設置条件 有毒ガス、腐食ガス、水滴、油分、電磁波、振動のない室内

加工対象ワークサイズ 最大 W 500ｍｍ×L 500ｍｍ

ワーク吸着
固定テーブル

吸着範囲 別途ご相談

ストローク 最大 W 800mm×L 800ｍｍ

移動速度

耐環境
使用周囲温度 20～30℃

使用周囲湿度 70%RH以下　結露無きこと

装置本体重量 約2500ｋｇ

焦点調整 サーボモータによるレーザヘッド昇降機能

一般仕様

入力電圧 三相　AC200V±10%

消費電力（加工中） 25kW

～200kHz

冷却方式 水冷　（チラー冷却能力＜8.7kw　精製水使用）　

方式 デジタル式XYガルバノスキャニングミラー

ガルバノ
スキャナ

繰返し位置決精度 ±3μrad

レーザ光走査速度 最大3000mm/sec

光学系 TLSM-301本体

切断レーザ

レーザ種類 ＲＦ励起CO2レーザ　波長10.6μm又は9.4μm  /クラス4

発振モード シングルモード　　M2 <1.2

定格出力 400W(10.6μm) ・ 350W(9.4μm)

繰返し周波数

外形寸法

仕 様
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正面図 側面図

上面図

装置外観
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